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DRC予測：先端ノードのデザインは製造の複雑さが増すため、綿密なDRC要件が必要になります。インプリメンテーション・
フローの早期にDRCの課題に対処すると、DRC
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超高速な高シグマ・モンテカルロによるライブラリ / IPキャラクタライズ
SRAMビットセルやフリップフロップなどのライブラリ・セルはインスタンスの数が非常に多く、このようなライブラリのキャラ
クタライズでも高シグマ（4～ 7σ） モンテカルロ解析は重要な役割を果たします。しかしモンテカルロ・シミュレーションを
何百万回も実行するのはコストがかかり過ぎるため、通常は精度を犠牲にして次善策を講じるというトレードオフを強いられ
ます（図9）。
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フィジカル検証サインオフの期間を短縮
シノプシスのフィジカル検証（PV） ツール IC Validatorは、実行時間の短縮とデバッグ生産性の向上というPVエンジニア
にとって重要な 2つの要件に対処するために、MLによる分類機能を2種類採用しています。まず、IC Validatorに内蔵さ
れているMLスケジューラは、MLによる分類機能を使用してDRC
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また、IC ValidatorのDRCヒートマップ機能にもMLによる分類機能が採用されており、根本原因に基づいて違反をグループ分
けし、セル重複などデザインの重大な問題を特定します。これにより、DRC根本原因解析にかかる時間が短縮し、生産性が向上
します（図12）。

テストに対する期待を再定義
デザインの複雑さが増す中、エンジニアリング・チームは各シリコン・デバイスの製造欠陥テストにかかるコストと工数を抑えるた
め、さまざまな手法と技術の組み合わせを検討しています。デジタル・ロジックの製造テストで高い品質を達成するための手段と
して最も一般的なのは、DFT（テスト容易化設計） による回路修正と、その後のATPG（Automatic Test Pattern Generator）
を組み合わせる方法です。

製造テストのコストを削減するため、新しいDFT手法がいくつか採用されていますが、中でも重要なのが「圧縮」 です。圧縮は、
専用のハードウェアを追加することによって高い品質（すなわち高い故障カバレッジ） を維持しながら、テスト・プログラムのサイ
ズ（すなわちテスター上で実行されるテスト・サイクル数） を削減します。大規模なデザインの場合、最適な圧縮パラメータ（すな
わちスキャン入力数、スキャン出力数、スキャン・チェーン数） を選択するには複数のトレールの結果を解析する必要があり、非常
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